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新世代ネットワークのenablerとして
の半導体技術の今後の発展

2008年2月1日

NECエレクトロニクス

取締役執行役員常務

矢野陽一

NECエレクトロニクス
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NECエレクトロニクスの概要

東京証券取引所第一部(証券コード: 6723)上場証券取引所

www.necel.co.jp, www.necel.com Web site

約18,800件(2007年4月1日現在、出願中特許を含む)保有特許数

約24,000名(2007年3月31日現在)従業員数

売上高6,923億円 (2007年3月期)売上規模

860億円(2007年3月31日現在)資本金

神奈川県川崎市中原区下沼部1753本店所在地

システムLSI、ディスクリート・光・マイクロ波等
半導体の研究開発、製造、販売およびサービス主な事業

代表取締役社長 中島 俊雄代表者

2002年11月1日
(NECからの会社分割、2007年6月現在のNEC持分比率: 約70%)設立

NECエレクトロニクス株式会社
(英文) NEC Electronics Corporation商号
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営業事業本部

基盤技術開発本部

取締役、執行役員

第一SoC事業本部

第二SoC事業本部

マイクロコンピュータ事業本部

表示・PMD事業本部

生産本部

代表取締役社長

化合物デバイス事業部

【SoCビジネスユニット】

【マイクロコンピュータビジネスユニット】

【個別半導体ビジネスユニット】
稲田 義一
取締役

山口 純史
取締役

中島 俊雄
社長

松田 善介
取締役

矢野 陽一
取締役

NECエレクトロニクスの組織
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SOCSOC
MCUMCU

個別

半導体
個別

半導体

強みとする
要素技術

Ｃ言語設計/検証開発プラットフォーム化アーキテクチャ IPコア

eDRAM
低消費電力

最先端プロセス高信頼性

開発

生産

ソリューション創出 ＳＩ（システムインテグレート）
応用技術

パワーデバイス

生産／開発／販売活動のグローバル対応

デジタルコンシューマ分野
画像処理／画像表示系デバイス

自動車分野
高信頼性

ソフトウエア

ＮＥＣグループの総合力を活用ＮＥＣグループの総合力を活用

当社の目指す方向

半導体について
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長寿命・高信頼性
による受動部品の
置き換え中心

‘５０ ‘６０ ‘７０ ‘８０ ‘９０ ‘００

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
の
発
明
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SSI

100素子
以下

MSI
100~1000

素子

LSI
1000素子

以上

VLSI
10万素子

以上

ULSI
1000万素子

以上

ラジオ 電卓 ＶＴＲ ＰＣ 携帯電話オフコン

トランジスタの発明から60年、様々な分野に用途が拡大

自動車

ブロード
バンド

システムの 高性能化
小型軽量化，
低消費電力化

を実現する手段として用途が拡大

半導体産業の歴史
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メモリ ロジック アナログ ディスクリート 光(オプト)

特定の機能を
実現する汎用/
カスタムＬＳＩ

連続に変化
する信号を扱う
ＩＣ

一般に個別半
導体と呼ばれ
る素子

光学を用いて情
報の伝達や処
理を行う素子

・オペアンプ ・ダイオード ・ＬＥＤ・ゲートアレイ

・コンパレータ ・小信号ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ ・カプラー・セルベースＩＣ

・コンバータ ・パワートランジスタ ・レーザー・ＦＰＧＡ

・レギュレータ ・センサー ・ＣＣＤ・表示ﾄﾞﾗｲﾊﾞ

・その他専用品 ・整流素子他 ・赤外他・その他専用品

・ＤＲＡＭ

・ＳＲＡＭ

・Ｆｌａｓｈ他

プログラムや
データを記憶
するＬＳＩ

ﾕｰｻﾞｹﾞｰﾄ

ＤＳＰ

ＣＰＵSRAM

素子集積回路

携帯電話用LSI携帯電話用
ﾏﾙﾁﾁｯﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ
(SRAM+Flash)

マイコン

演算・制御を

行うＬＳＩ

・ＭＰＵ

・ﾏｲｸﾛｺﾝﾄﾛｰﾗ

・ＤＳＰ

ＶＲ１２０００

用途の拡大により多様な製品群に分化

半導体製品の種類



5

ムーアの法則
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The Original Moore’s Law Plot 

 

ムーアの法則 [1965]
2x / 18M-24M
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（μｍ）
7～5μm

3μm
1μm

0.5μm
0.3μm 0.18μm

0.13μm

（CY）

90nm
最小設計
寸法（左軸）

65nm
45nm

32nm 22nm

現時点

微細化＝電子回路の
設計寸法の縮小

配線やその間隔が
縮まり、チップも小さくなる

半導体製品内部の電子回路

微細化は今後も
継続が見込まれる

半導体
素子

配線

半導体を進化させる「微細化」
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国産初のマイコンμＣＯＭ－４（μＰＤ７５１）

3.78 x 4.10 mm
Nch 7.5μmﾌﾟﾛｾｽ
2500Tr 
2MHz
28pin DIP
１９７３年発売
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ムーアの法則の系

Transistors/Chip

Technology

Speed (MHz)

Power Low Voltage

# I/O (Rent’s Rule)

I/O Bandwidth

On-die Cores

Packaging

High-speed I/O

Moore’s Law

システムLSI
SoC(System on a Chip)
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システムLSIの例

DDR

DDR

Flash DRAM

Flash

DRAM

DDRDDR

Flash

チップ数半減

16

20mm

1
0
m
m 20ｍｍ×１０ｍｍのチップ上に

90ｎｍで回路を形成することは

１００ｍ×５０ｍの
サッカー場一面に
０．５ｍｍのペンで
絵を描くことに相当

100
m

50m

～90ｎｍプロセス技術～

最先端の半導体に用いられている微細化技術
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Power of 10
- システムLSIの複雑度 -

18

10cmの世界
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未来に向けて
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未来に向けて

• 半導体の市場、応用分野の拡大

– エネルギー

– 環境

– セキュリティ

• 微細加工技術の進歩

– プロセス開発コストの増大

– 大規模集積のComplexity Barrier
– On-chip Multiprocessing

• ローパワー技術
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